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<§) Anordnung zur Entwarmung einer mindestens einen Kuhlkdrper aufweisenden Leiterplatte 

(§) Bei einer Anordnung zur Entwarmung einer mindestens 
einen Kuhlkdrper (15) aufweisenden Leiterplatte (10), die mit 
warmoerzeugenden oloktrischen Bauelementen (11) be* 
stOckt 1st deren Anschlufikontakte (12) die WSrme in 
Leiterbahnen (13, 14) leiten, erfolgt auf einfache Weise eine 
zuverlassige Warmeablertung dadurch, daft der Kuhlkdrper 
(15) elektrisch isoliert und warmelertend mit mindestens 
zwei Leiterbahnen (13, 14) unterschiedlichen Potentials 
Idsbar verbunden tst. 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zur 
Entwarmung einer mindestens einen KQhlkdrper auf- 
weisenden Leiterplatte, die mit warmeerzeugenden 5 
elektronischen Bauelementen in SMD-Technik bestflckt 
ist, deren AnschluBkontakte die Warme in Leiterbahnen 
der Leiterplatte ableiten. 

Bei der SMD-Technik (Surface-Mounted-Device- 
Technik) handelt es sich um eine Bauweise, bei der die 10 
AnschluBkontakte der elektronischen Bauelemente di- 
rekt mit den auf der Oberflache der Leiterplatte liegen- 
den Leiterbahnen verldtet werden. Diese Bauweise 
steht im Gegensatz zu der bisher ublichen Bauweise, bei 
der die Leiterplatte mit Ldchern versehen ist, durch 15 
welche die AnschluBstifte der elektronischen Bauteile 
gesteckt und auf der RQckseite der Leiterplatte mit dort 
vorhandenen Leiterbahnen veriatet werden. Bei dieser 
Bauart ist bekannt, einen der Kontakte eines elektroni- 
schen Bauelementes elektrisch- und warmeleitend mit 20 
einer kleinen KQhlplatte zu versehen, die entweder in 
die Leiterplatte integriert oder auf der Leiterplatte be- 
festigt ist Diese Kahlplatte soil zur Ableitung der von 
den Bauelementen erzeugten Warme diehen. Aus Platz- 
grQnden kdnnen derartige kleine KQhlplatten naturge- 25 
maB nicht beliebig groB gemacht werden, so daB nur ein 
Teil der Warme abgeleitet werden kann, und dies auch 
nur unvollstandig. 

Es ist femer allgemein bekannt, auf den warmeerzeu- 
genden Bauelementen Z-fdrmige Winkel aufzusetzen, 30 
die mit einer oberhalb der Winkel angeordneten Kuhl- 
platte verbunden werden* Diese umstandliche Bauweise 
erfordert unterschiedliche Arten von Z-Winkeln und ei- 
nen relativ groCen Montageaufwand 

Durch IBM-Technical Disclosure Bulletin, Vol 30, Nr. 35 
10, Marz 1988, ist eine Schutzkappe fur ein auf einer 
Leiterplatte montiertes elektronisches Bauelement be- 
kannt geworden, welches mit seiner Innenseite das Bau- 
element voilflachig berQhrt, so daB von dem Bauelement 
erzeugte Warme Qber die stirnseitig mit der Leiterplatte 40 
verbundenen Enden der Kappe in die Leiterplatte ab- 
flieBen kann. Die Kappe ist dabei durch Kleben mit der 
Leiterplatte verbunden. Die Kappe besteht aus einem 
Ieichten, warmeleitenden Material und dient zum 
Schutz der empfindlichen elektronischen Bauelemente, 45 
zur Ableitung der erzeugten Warme und zur Abschir- 
mung gegen Stdrfelder. Das Klebematerial dient einer- 
seits zur Bef estigung der Kappe auf der Leiterplatte und 
andererseits zum Schutz freiliegender Leiter der Anord- 

nun e- 50 

Durch die EP-A 391 057 ist eine Bauweise bekannt 
geworden, bei der die durch die elektronischen Bauele- 
mente erzeugte Warme mit Hilfe von speziellen Bautei- 
len abgeleitet wird Diese Bauteile bestehen aus einer 
innenliegenden warmeleitenden, elektrisch isolierenden 55 
Schicht, die auf der einen Seite eine vollflachige metalli- 
sche Auflage und auf der anderen Seite mit gegenseiti- 
gem Abstand angeordnete metallische Teilflachen be- 
sitzt Dabei ist z. B. eine der Teilflachen mit einer Leiter- 
bahn verbunden, die Warme erzeugt, wahrend die ande- eo 
re Teilfiache an Erde gelegt ist Zur wirksamen Ablei- 
tung der auf einer Leiterplatte erzeugten Warme mQs- 
sen dabei mehrere derartig gestaltete Warmeabfuhr- 
Elemente verwendet werden, 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine An- 65 
ordnung der eingangs genannten Art derart zu gestal- 
ten, daB SMD- Bauteile, deren Ableitungen unterschied- 
liches Potential aufweisen, auf einfache Weise wirkungs- 



voll gekQhlt werden kdnnen. 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung dadurch 
geldst, daB mindestens zwei Leiterbahnen unterschiedli- 
chen Potentials warmeleitend und elektrisch isoliert mit 
einem KQhlkdrper losbar verbunden sind Dabei flieBt 
die Warme Qber die AnschluBkontakte der SMD-Bau- 
teile in die aus elektrisch leidendem Werkstoff beste- 
henden Leiterbahnen. Von dort wird die Warme dann in 
den Kahlkorper geleitet Diese Bauweise ermdglicht ei- 
ne automatische BestQckung von in SMD-Technik mon- 
tierten Leistungsbauteilen. Der Kahlkorper kann ohne 
Vormontage von elektrischen Bauteilen am Ende des 
Fertigungsvorganges montiert werden. Ferner ergibt 
sich ein Vorteil daraus, daB dieses Kuhlkonzept, im Ge- 
gensatz zur METAL-CORE-Technik, nicht zu einer 
Verdickung der Leiterplatte fOhrt AuBerdem werden 
die gekQhlten SMD-Bauelemente nicht mechanisch be- 
lastet, wie dies bei der Kflhlung durch Z- Winkel oder 
durch andere, auf dem SMD-Bauteil aufgebrachte KOhl- 
elemente der Fall ist Der KQhlkdrper kann in Ausge- 
staltung der Erfindung z. B. durch eine elektrisch isolie- 
rende, warmeleitende Klebefolie mit der Leiterplatte 
verbunden sein. 

In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung kann 
der Kuhlkorper auch, unter Zwischenlage einer elek- 
trisch isolierenden und warmeleitenden Schicht, mit be- 
sonderen Befestigungselementen losbar an der Leiter- 
platte befestigt werden. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann die me- 
chanische Verbindung des KOhlkdrpers z- B. fiber eine 
Schraub- oder Klemmverbindung erfolgen. 

In der Zeichnung sind in den Fig. 1 bis 3 zwei Ausfuh- 
rungsbeispieie eines Gegenstandes gemaB der Erfin- 
dung schematisch dargestellt 

Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch eine mit SMD-Bautei- 
len bestiickte Leiterplatte mit einem einzigen KQhlkdr- 
per, 

Fig. 2 zeigt eine perspektivische Teildarstellung einer 
mit SMD- Bauteilen bestuckte Leiterplatte mit zwei ge- 
trennten Kuhlkdrpern, und 
Fig. 3 zeigt eine Drauf sicht gemaB Fig, Z 
GemaB Fig. 1 ist eine Leiterplatte 10 mit SMD- Bau- 
teilen 11 bestQckt, die Ober AnschluBkontakte 12 direkt 
mit Leiterbahnen 13, 14 unterschiedlichen Potentials 
verbunden sind, die in der Oberflache der Leiterplatte 
10 angeordnet sind. Die beiden Leiterbahnen 13, 14 sind 
uber einen gemeinsamen, mit Rippen 15a versehenen 
Kfihlkdrper 15 verbunden, der gegenuber den Leiter- 
bahnen 13, 14 jeweils durch eine elektrisch isolierende, 
jedoch warmeleitende Folie 16 getrennt ist. Im Betriebs- 
fall wird die von dem SMD-Bauteil 11 erzeugte Warme 
aber die Ableitungen 12 in die Leiterbahnen 13, 14 und 
von dort in den Kuhlkorper 15 geleitet 

Fig. 2 und 3 zeigen ein weiteres AusfQhrungsbeispiel 
einer Leiterplatte 17 mit zwei SMD- Bauteilen 18, 19, die 
jeweils Qber AnschluBkontakte 20, 21 mit Leiterbahnen 
22, 23 bzw. 24, 25 verbunden sind Dabei sind die Leiter- 
bahnen 22, 24 bzw. 23, 25 jeweils durch einen gesonder- 
ten, quaderfdrmigen KQhlkdrper 26, 27 verbunden, wo- 
bei unter den Kuhlkdrpern 26, 27 jeweils durchgehende, 
elektrisch isolierende und warmeleitende Folien 28, 29 
angeordnet sind. 



PatentansprQche 

1. Anordnung zur Entwarmung einer mindestens 
einen KQhlkdrper (15) aufweisenden Leiterplatte 
(10X die mit warmeerzeugenden elektronischen 
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Bauelementen (11) in SMD-Technik bestflckt ist 
deren AnschluBkontakte (12) die Warme in Leiter- 
bahnen (13, 14) der Leiterplatte (10) leiten, dadurch 
gekennzeichnet, daB der KUhlkdrper (15) elek- 
trisch isoliert und wirmeleitend mit mindestens 5 
zwei Leiterbahnen (13, 14) unterschiedlichen Po- 
tentials ldsbar verbunden ist 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der KOhlkdrper (15) durch eine elek- 
trisch isolierende, w£rmeleitende KJebefolie (16) 10 
mit der Leiterplatte (10) verbunden ist 

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der KOhlkdrper unter Zwischenlage 
einer elektrisch isolierenden und warmeleitenden 
Schicht mit besonderen Befestigungselementen 15 
losbar an der Leiterplatte (10) befestigt ist 

4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Befestigung des Kflhlkdrpers ent- 
weder durch eine Schraub- oder durch eine 
KJemmverbindung erfolgt 20 
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